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Корпуса для микросборок  
компании АО «ЗПП»

Н. Нагаев 1 

Совершенствование современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
происходит непрерывно, и этот процесс имеет определенные закономерности 
в своем развитии. Следуя этим закономерностям, происходят изменения 
и в отраслях, связанных с созданием РЭА, таких как, например, разработка 
и производство электронной компонентной базы (ЭКБ). Учитывая 
происходящие процессы, поставщики ЭКБ корректируют направления 
развития собственного производства. И таким образом непрерывно происходят 
изменения по всей цепочке создания комплексов РЭА. В конечном итоге общие 
процессы модернизации продуктовой линейки затрагивают и производителей 
комплектации самого нижнего уровня, такой как металлокерамические 
корпуса.

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП») 
старается не отставать от потребностей отрасли и следить за происходящими 
изменениями. В настоящее время происходит все большее укрепление тренда 
на уменьшение массогабаритных параметров электронных компонентов. 
Один из способов реализации этого требования –  применение в аппаратуре 
металлокерамических корпусов для микросборок.

К орпуса для микросборок представляют собой 
изделия с  достаточно большим внутренним 
объемом, чтобы была возможность разместить 

в  нем необходимые активные и  пассивные электрон‑
ные компоненты. Внешний вид корпусов микросборок 
зависит от технического задания заказчика, но, в боль‑
шинстве случаев, конструктивно их можно разделить 
на две категории –  корпуса с большой по площади ни‑
чем не заполненной монтажной площадкой и корпуса 
с  топологическим рисунком, реализованным на вну‑
тренних слоях корпуса.

В первом случае в комплекте с корпусом должна по‑
ставляться многослойная плата с внутренней тополо‑
гией, на которую производится установка всех элемен‑
тов микросборки. Здесь корпус обеспечивает только за‑
щиту и передачу электрического сигнала от внутренней 
платы на внешние выводы, функциональная нагрузка 
лежит полностью на внутренней плате. Удобство это‑
го варианта исполнения заключается в том, что к од‑
ному корпусу можно изготовить несколько различных 
плат, что делает его универсальным и уменьшает стои‑
мость конечного продукта.

Во втором случае корпус микросборки полностью от‑
вечает за функциональную работоспособность изделия, 
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поскольку все необходимые связи реализованы в  его 
внутренних слоях. Корпус получается специализиро‑
ванным, возможности его унификации очень огра‑
ничены, стоимость изготовления изделия выше, чем 
в первом варианте исполнения.

В  обоих случаях на корпус микросборки перекла‑
дываются функциональные задачи печатной платы, 
причем не просто в  части передачи электрическо‑
го сигнала, но вместе со специальными требования‑
ми к  проводникам и  выходным параметрам конечно‑
го сигнала.

При разработке корпуса для микросборки в первую 
очередь просчитываются будущие параметры провод‑
ников на соответствие требованиям технического за‑
дания. Значения RLC‑параметров, скорости переда‑
чи сигнала, волнового сопротивления проводника 
или дифференциальной пары проводников становят‑
ся основой для задания правил проектирования изде‑
лия. Чем более функционально сложная микросбор‑
ка проектируется, тем больше требований по указан‑
ным параметрам. Методы проектирования корпусов 
микросборок уже мало чем отличаются от проектиро‑
вания печатных плат, поэтому для предварительного 
моделирования в АО «ЗПП» применяются те же САПР 
(Altium Designer, Cadence Allegro), что и у большинства 
потребителей продукции предприятия.
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Изготовление корпусов микросборок требует не мень‑
шего внимания, чем их проектирование. Жесткие требо‑
вания по параметрам конечного изделия проецируют‑
ся на все этапы технологического процесса изготовле‑
ния корпусов в АО «ЗПП». Первые шаги в направлении 
освоения производства этих сложных изделий уже дают 
положительные результаты:
 •  отработан и  внедрен стандарт проектирования 

100 / 100 мкм (минимальная ширина дорожки ме‑
таллизации 100 мкм / расстояния между элемен‑
тами металлизации 100 мкм);

 •  для формирования керамических плат корпу‑
сов и  многослойных керамических подложек 
используются керамические слои толщиной от 
100 мкм;

 •  межслоевые коммутационные переходы форми‑
руются отверстиями диаметром от 100 мкм, запол‑
ненными токопроводящей пастой;

 •  в конструкции корпусов микросборок закладывают‑
ся дифференциальные пары проводников с заданны‑
ми RLC‑параметрами и волновым сопротивлением.

Комплекс этих мер дал возможность АО «ЗПП» закла‑
дывать в корпуса микросборок относительно небольшо‑
го размера очень плотную топологию, обеспечивающую 
большую функциональность изделия. При этом скорость 
передачи сигнала по проводникам может достигать 
6 Гбит / с. Причем безусловным требованием остается 
сохранение уровня надежности и функциональной дол‑
говечности всех элементов конструкции.

На сегодняшний день АО  «ЗПП» уже разработало 
и производит несколько типоразмеров корпусов для ми‑
кросборок и намерено продолжать развитие в данном 
направлении. Мы приглашаем к сотрудничеству пред‑
приятия микроэлектроники и предлагаем свои услуги 
по разработке металлокерамических корпусов для ми‑
кросборок любой сложности.  ●
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